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DE 199 12 201 Al 

(54) Method for manufacturing an identification arrangement with wireless signal 
transmission, especially smart label, as well as a premanufacturable strip-shaped module 
for an identification arrangement, especially smart label. 

(57) The invention relates to a method for manufacturing an identification arrangement 
with wireless signal transmission, especially smart label, as well as a premanufacturable 
strip-shaped module for this type of identification arrangement. In accordance with the 
invention, the coil turns for the antenna coil of the smart label are embodied such that 
free space remains in the work area between the antenna coil connection ends, which free 
space is located in an imaginary connecting line between these antenna coil connection 
ends. A premanufactured, strip-shaped module made of a metallic or metallized 
conductive carrier strip with a chip electrically contacted with the carrier strip located in a 
carrier frame is attached onto the flexible insulating surface material of the smart label 
such that the carrier frame with the chip ends up lying on or in the free space and such 
that at least parts or ends of the conductive carrier strip are located on or over the antenna 
coil connection ends in order to form an electric contact with these. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zur Herstellung einer Ident-Anordnung mit drahtloser Signaliibertragung, insbesondere 
Smart-Label, sowie vorfertigbares streifenformiges Modul fur eine Ident-Anordnung, insbesondere 
Smart-Label 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung ei- 
ner Ident-Anordnung mit drahtloser Signaliibertragung, 
insbesondere Smart-Label, sowie ein vorfertigbares strei- 
fenformiges Modul fur eine solche Ident-Anordnung. Er- 
findungsgemaR sind die Spulenwindungen fur die Anten- 
nenspule des Smart-Labels so ausgefuhrt, daS in der Ar- 
beitsflache zwischen den Antennenspuien-AnschlulS- 
enden ein Freiraum verbleibt, welcher in einer gedachten 
Verbindungslinie zwischen diesen Antannenspulen-An- 
schluBenden befindlich ist. Ein vorgefertigtes, streifenfor- 
miges Modul aus einem metallischem oder metalli- 
sierten, leitfahigen Tragerstreifen mit einem in einem 
Tragrahmen befindlichen, elektrisch mitdem Tragerstrei- 
fen kontaktierten Chip wird so auf dem flexiblen isolieren- 
den Flachenmaterial des Smart-Labels fixiert, daS der 
Tragrahmen mit Chip auf oder.im Freiraum zum Liegen 
kommtund sich mindastensTeile oder Enden des leitfahi- 
gen Tragerstreifens auf oder uber den Antennenspulen- 
AnschluBenden befinden, urn einen elektrischen Kontakt 
mit diesen zu bilden. 
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Beschreibung 

Die Brfindung bettifft ein Verfahren zur Herstellung einer 
Ident-Anordnung mit drahtloser Signaliibertragung, insbe- 
sondere Smart-Label, wobei das Smart-Label mindestens 
eine auf einer Folie oder dergleichen flexiblen isolierenden 
Flachenmaterial angeordnete Antennenspule und einen an 
die mindestens eine Spule angeschlossenen Halbleiterchip 
umfaBt, sowie die mindestens eine Spule lateral auf dem 
Flachenmaterial befindlich ist und beabstandete Windungen 
mit Chip-AnschluBkontakten aufweist gemafi Oberbegriff 
des Patentanspruchs 1 bzw. ein vorfertigbares streifenformi- 
ges Modul fiir eine Ident-Anordnung, insbesondere Smart- 
Label mit drahtloser, induktiver Signaliibertragung nach 
Anspruch 7. 

Aus der DE 196 01 391 Al ist ein Chipkartenkorper zur 
Herstellung einer eine Spule enthaltende Chipkarte bekannt. 
Entsprechende Chipkarten sind als kontaktlose Karten fur 
sogenannte Ident-Systeme einsetzbar, bei welchen die Si- 
gnaliibertragung zwischen einem in der Chipkarte vorgese- 
henen Chip und einem Chipkarten-Lese- und/oder einem - 
Schreibsystem drahtlos iiber als Sender und/oder Empfanger 
wirkende Spulen erfolgt. 

Im Chipkartenkorper ist. mindestens eine Ausnehinung 
vorgesehen, urn ein Chip-Modul hierin aufzunehmen. Durch 
die geringen Abmessungen und die Notwendigkeit der Aus- 
nehmung fur das Chip-Modul ist die zur Verfugung ste- 
hende Flache zur Herstellung einer Spule zum Zweck der in- 
duktiven Signaliibertragung klein bzw. begrenzt. GemaB der 
DE 196 01 391 A1 ist daher vorgesehen, daB die Spule 
durch einen mit. dem Chipkartenkorper eine Einheit bilden- 
den Leitungspfad ausgefuhrt ist. Konkret verlauft ausge- 
hend von einem ersten SpulenanschluB ein Leitungspfad 
iiber den Bodenabschnitt der Ausnehmung und die obere 
Seitenwand dieser, aus der Ausnehmung hinaus uhd dann im 
Uhrzeigersirin entlang der auBeren Rander der Chipkarte 
und kehrt dann iiber die untere Seitenwand der Ausnehmung 
zum Bodenabschnitt zur Ausnehmung zurtick, wodurch ein 
einer Spulenwindung entsprechendes Spulenmuster gebildet 
ist. Das Fiihren einer solchen Spule bzw. eines Leitungs- 
pfads mit dem erforderlichen Richtungswechsel iiber die 
Kanten der Ausnehmung ist jedoch problematisch mit der 
Folge moglicher Kontaktunterbrechungen und einge- 
schrankter Funktionsfahigkeit des gesamten Systems. 

GemaB einem weiteren bekannten Verfahren zur Herstel- 45 
lung eines Chipkarten-Moduls fiir kontaktlose Chipkarten 
nach DE 44 31 605 C2 wird das Ende eines diinnen Drahtes 
auf ein erstes Kontaktfeld eines Halbleiterchips gebondet. 
Der Draht wird dann mittels eines Bondkopfes in mehreren 
Windungen iiber den AuBenbereich der Chipkarte gefubrt 50 
und auf eine zweite Kontaktflache des Halbleiterchips ge- 
bondet. Der die Kontaktfelder aufweisende Halbleiterchip 
befindet sich ebenfalls in einer Ausnehmung des Tragerkor- 
pers und schliefit mit dessen Oberflache nahezu bundig ab. 

Bei der Ausfuhrungsform nach DE 44 31 605 C2 ist es 55 
nicht notwendig, die Drahtwindungen zum Erhalt der An- 
tennenspule iiber Stufenabschnitte zu fiihren, so daB sich die 
Herstellung entsprechend vereinfacht. Elektrisch entstehen 
jedoch Nachteile dann, wenn eine oder mehrere der Anten- 
nenspulen-Drahtwindungen fiber der Chipflache angeordnet 
werden. 

Es wurde auBerdem bereits vorgeschlagen, Smart- Labels 
fiir Ident-Systeme auszubilden. Derartige Smart-Labels sol- 
len besonders kostengiinstig und leicht herzustellen sein. 

Hierfiir wird auf eine Folie eine laterale Antennenspulen- 
Struktur, z. B. durch Aufdampfen einer Aluminiumbe- 
schichtung aufgebracht. Durch die laterale Spulenstruktur 
ist es erforderlich, die Spulenenden miteinander zu verbin- 
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den. Diese Verbindung erfolgt durch einen riickseitigen me- 
tallischen Streifen, der durch die Folie hindurch durch Crim- 
pen mit den Antennenspulenenden elektrisch kontaktiert ist. 
Zur Innenflache der kreisformig oder quadratisch angeord- 
5 neten Wicklungen ist die Antennenspule aufgetrennt und 
weist zwei oder auch mehrere AnschluBflachen fiir einen 
Halbleiterchip auf. Der bevorzugt gehauselose, sogenannte 
Nackt-Chip wird mit diesen quasi inneren AnschluBflachen 
verbunden, so daB sich insgesamt die gewiinschte Bau- 
10 gruppe aus einem aktiven elektronischen Bauelement ein- 
schlieBlich Antennenanordung zum drahtlosen Signalaus- 
tausch bzw. zur drahtlosen Signaliibertragung ergibt. 

Die Notwendigkeit, einerseits eine Kontaktbrucke fiir das 
elektrische Verbinden der Antennenspulen-AnschluBenden 
15 sowie andererseits separate Kontaktflachen fur den Halblei- 
terchip vorzusehen, erhoht jedoch sowohl Fertigungszeit als • 
auch Fertigungskosten. Dariiber hinaus ist naturgemaB jede 
zusatzliche elektrische Kontaktierung, insbesondere bei 
Smart-Labels, d. h. flexiblen Ident-Anordnungen beziiglich . 
• der Langzeitstabilitat einer solchen Anordnung kritisch. 
Aus dem Vorgenannten ist es daher Aufgabe der Erfin- 
dung, ein Verfahren zur Herstellung einer Ident-Anordnung " 
mit drahtloser Signaliibertragung, insbesondere Smart-La- 
bel sowie ein vorfertigbares streifenformiges Modul fiir eine 
Ident-Anordnung, insbesondere Smart-Label anzugeben, - 
das bzw. der es gestattet, in besonders kostengiinstiger 
Weise Ident-Systeme aufzubauen, wobei die maGgeblichen 
Systembestandteile besonders kostengiinstig und mit weni- 
gen ProzeBschritten hergestellt werden konnen und die er- 
forderliche elektrische und mechanische Stabilitat aufwei- 

Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt verfah- 
rensseitig gemaB der Lehre des Anspruchs 1 sowie hinsicht- 
lich des vorfertigbaren streifenformigen Moduls nach den 
Merkmalen des Anspruchs 7. 

Die Unteranspriiche stellen mindestens zweckmaBige 
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung dar. 

Der wesentliche Grundgedanke der Erfindung besteht 
darin, beim Verfahren zur Herstellung einer Ident-Anord- 
nung mit drahtloser Signaliibertragung, insbesondere Smart- 
Label, die fiachigen, lateral vorgesehenen Spulenwindungen 
so zu fiihren, daB in einer Abstandsfiache zwischen den An- 
tennenspulen-AnschluBenden ein Freiraum verbleibt. 

Dieser Freiraum befindet sich bevorzugt in einer gedach- 
ten Verbindungslinie zwischen den erwahnten Antennen- 
spulen-AnschluBenden. 

Ein als quasi Briicke wirkendes streifenformiges Modul 
besteht aus einem metallischen oder metallisierten Trager- 
streifen mit einem in einem Tragrahmen beflndlichen, elek- 
trisch mit dem Tragerstreifen kontaktierten Chip. Dieses 
Modul wird so auf dem flexiblen isolierenden Tragermate- 
rial des Smart-Labels fixiert, daB der Tragrahmen mit Chip 
auf oder im Freiraum zum Liegen kommt und daB sich min- 
destens Teile oder Enden des leitfahigen Tragerstreifens auf 
oder fiber den Antennenspulen-AnschluBenden befinden. 
Zwischen den sich gegeniiberliegenden Antennenspulen- 
AnschluBenden und den Teilen oder Enden des leitfahigen 
Tragerstreifens wird dann eine elektrische Verbindung, be- . 

vorzugt durch Crimg en hergestellt 'P^w o--(; c Kh> - ' 

j In einer zweckmaBigen Ausgestaltung der Erfindung ist 
der Freiraufn mit einer Offnung zur Aufnahme (ies Tragrah- 
mens mit C hip versehen. 

" Alternativ kann bei einer Folie aus einem thermoplasti- 
schen Material mit dem Aufbringen des streifenformigen 
Moduls und unter Warmeeinwirkung dafiir Sorge getragen 
werden, daB im Bereich des Freiraums die Folie durch die 
erwahnte Warmeeinwirkung den Tragrahmen mit Chip eng 
umschlieBt und dadurch schutzt. 
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Es sei angemerkt, daB unter Freiraum auf der Folie eine 
solche Flache verstanden wird, die frei von Windungen, 
welehe die Antennenspulenwicklung bilden, ist DerngemaB 
wird das Windungs- oder Wicklungs-Layout so gestaltet, 
daB sich der Freiraum ergibt, ohne daB die elektrischen Ei- 5 
genschaften durch Anderung des lateralen Abschnitts zwi- 
schen den einzelnen Windungen nachteilig beeinfluBt wer- 
den. 

Im Falle des elektrischen Verbindens zwischen den Ab- 
schnitten des metallischen, leitfahigen Tragerstreifens und 10 
den Antennenspulen-AnschluBflachen durch Crimpen wird 
das Modul auf der den Windungen gegenuberliegenden 
Seite der Folie angeordnet und die Crimpverbindung durch 
die Folie hindurch vorgenommen. 

Altemativ besteht die Moglichkeit, auf dem Tragerstrei- 15 
fen aufierhalb der AnschluBabschnitte eine elektrische Isola- 
tion anzuordnen oder aufzubringen, wobei das Modul mit 
dem Tragrahmen auf dem Chip, bevorzugt face-down, auf 
der Spulenseite der Folie unter unmittelbarer elektrischer 
Kontaktierung mit den Antennenspulen-AnschluBenden 20 
anorden- und fixierbar ist. 

Die Antennenspulen-AnschluBenden, die eine angepaBte 
FlachengroBe beziiglich des streifenformigen Moduls auf- 
weisen, befinden sich bevorzugt im Eckbereich einer im we- 
sentlichen rechteckigen Windungsanordnung. 25 

Das erfindungsgemaBe vorfertigbare, streifenformige 
Modul fur eine Ident-Anordnung, insbesondere ein Smart- 
Label mit drahtloser, induktiver Signaliibertragung besteht 
'aus einem metallischen oder met.allisiert.en, leitfahigen Tra- 
gerstreifen, bevorzugt. Kupfer, auf welchem ein isolierender M 
Tragrahmen angeordnet ist. Das Basismaterial Kupfer wird 
in einer Ausgest.alt.ung mindestens im Bereich der Kontakt- 
flache mit einer Gold- und/oder Silberbeschichtung verse- 
hen. 

Der Tragrahmen umgibt und nimmt einen im Tragrahmen 35 
angeordneten Halbleiterchip auf. Der Halbleiterchip weist 
Kontakte auf, die mit Teilen des leitfahigen Tragerstreifens 
elektrisch verbunden sind. Ebenfalls ist im Tragrahmenbe- 
reich eine elektrische Isolation des leitfahigen Tragerstrei- 
fens vorhanden, so daB voneinander isolierte Teile dieses 40 
leitfahigen Streifens gebildet werden. 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist der Tragrah- 
men nahezu mittig auf dem Tragerstreifen angeordnet und 
mit diesem mechanisch versteifend verbunden,. wobei im 
Bereich des Tragrahmens der Tragerstreifen die erwahnte 45 
Isolation besitzt, so daB zwei seitliche AnschluBteile oder - 
abschnitte entstehen. Die im Bereich des Tragrahmens be- 
findlichen Enden der AnschluBteile werden mit den An- 
schluBflachen des Chips bzw. dort vorgesehenen sogenann- 
ten Bumps kontaktiert. Die auBerhalb des Tragrahmens be- 50 
findlichen auBeren AnschluBteile oder -abschnitte werden 
dann mit den Mitteln zur induktiven Signaliibertragung, ins- 
besondere Antennenspulen-AnschluBenden verbunden. 

Der Tragrahmen kann aus einem Kunststoff, insbeson- 
dere Epoxidharz oder FR-4 bestehen. Der Tragrahmen er- 55 
Mit nicht nur die Funktion der Versteifung des Tragerstrei- 
fens, sondern sichert auch den Schutz des Halbleiterchips. 
Zur weiteren Stabilitatserhohung und zur Verbesserung des 
Chip-Schutzes kann die offene Seite des Tragrahmens ver- 
schlossen, insbesondere vergossen sein. 60 

Das vorfertigbare streifenformige Modul stellt demnach 
quasi eine SMD (Surface Mounted Device)-Briickenanord- 
nung dar, die eine Doppelfunktion dergestalt erfullt, daB ei- 
nerseits die Antennenspulen-AnschluBenden verbunden, an- 
dererseits aber auch die Kontaktverbindung zum aktiven 65 
Halbleiterbauelement hergestellt wird. Die SMD-Briicke 
kann, da vorfertigbar, hinsichtlich der elektrischen Kontak- 
tierung zwischen Halbleiterchip und Tragerstreifen gepriift 



werden, so daB nur einwandfreie Module mit der Folie bzw. 
den dort befindlichen Antennenspulen-AnschluBenden zu 
einem kornpletten Smart-Label endgefertigt werden. 

Die Erfindung soli anhand eines Ausfuhrungsbeispiels so- 
wie unter Zuhilfenahme von Figuren naher erlautert werden. 

Hierbei zeigen: 

Fig. 1 ein prinzipielles Layout einer Antennenspulen-An- 
ordnung mit beabstandeten Windungen und Freiraum; 

Fig. 2 eine Seitenansicht sowie eine Draufsicht einer prin- 
zipiellen Darstellung des vorfertigbaren streifenformigen 
Moduls mit Tragrahmen und Halbleiterchip und 

Fig. 3 ein fertiges Smart-Label. 

Die in der Fig. 1 gezeigte Antennenspule umfaBt eine 
Vielzahl von Windungen 1, welche beispielsweise einen 
quadratischen Verlauf besitzen. Die Windungen 1 sind z. B. 
durch Bedampfen auf einer Folie oder dergleichen flexiblem 
isolierenden Flachenmaterial 2 aufgebracht. Mindestens 
zwei Antennenspulen-AnschluBenden 3 sind bevorzugt in 
einem Eckbereich 4 vorgesehen. Im Eckbereich 4, zwischen 
den Antennenspulen-AnschluBenden 3 verlaufen die Win- 
dungen 1 derart, daB ein Freiraum 5, der windungsfrei ist, 
verbleibt. Der Freiraum 5 befindet sich bevorzugt auf oder 
in der Nahe einer gedachten Verbindungslinie zwischen den 
Mittel- oder Schwerpunkten der Antennenspulen-AnschluB- 
enden 3, 

Zusatzliche weitere separate Chip-AnschluBkontakte 
durch Unterbrechung bzw. Abzweigung aus einer der, in der 
Regel inneren Windungsabschnitte sind nicht notwendig. 

Das auBere Antennenspulen-AnschluBende 3 weist eine 
fiachige Gestalt auf, die sich aus der Symmetric bzw. der au- 
Beren Gestalt des Smart-Labels ergibt bzw. an diese Gestalt 
angepaBt. ist. Durch einen schriigen Verlauf der Windungen 
1 im Eckbereich 4 gelingt es, sowohl ohne weitere grund- 
satzliche Layoutveranderungen den Freiraum 5 auszubilden 
als auch die gewiinschte FlachengroBe fiir das auBere An- 
tennenspulen-AnschluBende sicherzustellen. 

Das in der Fig. 2 gezeigte vorfertigbare streifenformige 
Modul 6 besteht aus einem metallischen oder metallisierten j 
leitfahigen Tragerstreifen 7. Nahezu mittig auf dem Trager- J 
streifen 7 ist ein Tragrahmen 8, bevorzugt aus Kunststoff- 
Epoxidharz- oderFR-4-Material angeordnet. Im Inneren des 
Tragrahmens 8 befindet sich das aktive elektronische Bau- 
element, namlich der Halbleiterchip 9. Die Unterseite des 
Halbleiterchips 9 weist sogenannte Kontaktbumps 10 auf, 
die in an sich bekannter Weise mit inneren Enden 11 des me- 
tallisch leitenden Tragerstreifens 7 elektrisch verbunden 
sind. 

Der Tragerstreifen 7 ist durch eine Isolation 12 in zwei 
seitliche AnschluBteile oder -abschnitte 13 getrennt. Die im 
Tragrahmen 8 befindlichen AnschluBteile bilden die inneren 
Enden 11, wobei die auBerhalb des Tragrahmens befindli- 
chen, auBeren AnschluBteile mit Mitteln zur induktiven Si- 
gnaliibertragung, insbesondere zu den in der Fig. 1 gezeig- 
ten Antennenspulen-AnschluBenden 3 verbindbar sind. 

Der Tragerstreifen 7 besteht z. B. aus einem beschichte- 
ten Kupfermaterial, wobei die Beschichtungsschicht Gold 
und/oder Silber ist. Die seitlichen Abschnitte des Trager- 
streifens 13 konnen mit Ausnahme einer eigentlichen Kon- 
taktflache mit einer Isolationsschicht umgeben sein, so daB 
verschiedene Moglichkeiten der Montage des streifenformi- 
gen Moduls 6, z. B. facedown, auch iiber die leitenden. 
Wicklungsflachen hinein zum Freiraum 5 moglich ist. 

Es besteht ebenso die Moglichkeit, die offene Seite des 
Tragrahmens 8 zum Schutz des Halbleiterchips und zur wei- 
teren Stabilitatserhohung zu verschlieBen, insbesondere 
durch ein Kunstharz, Silikon oder dergleichen Material zu 
vergieBen. 

Die Endbereiche der seitlichen A DSC hnitte des Trager- 
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streifens 13 konnen eine Gestalt aufweisen, die den AuBen- 
oder Innenkanten der Antennenspulen-AnschluBfiachen 3 
entspricht. Zur Erhohung der Stabilitat der elektrischen und 
mechanischen Verbindung zwischen dem streifenfbrmigen 
Modul 6 und dem AuBeren der Antennenspulen-AnschluB- 5 
enden 3 besteht die Moglichkeit, iiberstehende Ecken des 
diinnen metallischen Tragerstreifens um das Folienmaterial 
herumzuschlagen und z. B. durch Crimpen zu verbinden. 

Das beschriebene, in der Fig. 2 von seinem prihzipiellen 
Aufbau her gezeigte streifenfdrmige Modul 6 stellt quasi 10 
eine SMD (Surface Mounted Device)-Briickenanordnung 
dar, die zum einen eine schiitzende Aufnahme fur den Halb- 
leiterchip bildet und die zum anderen der ohnehin erforder- 
lichen Verbindung der Antennenspulen-AnschluBenden 3 
dient. Das zusa'tzliche Auftrennen insbesondere innerer 15 
Windungen zum Ausbilden Von AnschluBflachen fur einen 
Nackt-Chip, wie beirn Stand der Technik notwendig, kann 
entf alien. Als weiterer Vorteil besteht die Moglichkeit, das 
streifenformige Modul 6 vorzufertigen und einem elektri- 
schen Test hinsichtlich der Verbindung zwischen Halbleiter- 20 
chip und Tragerstreifen zu unterziehen. 

Das Modul 6 wird fur die elektrische und mechanische 
Verbindung mit dem isolierenden Flachenmaterial 2 bzw. 
die Antennenspulen-AnschluBenden 3 entsprechend positio- 
niert, wobei Tragrahrnen 8 mit Halbleiterchip 9 im Bereich 25 
des Freiraums 5 und die seitlichen Abschnitte des Trager- 
streifens iibef den Antennenspulen-AnschluBenden 3 zum 
Liegen kommen. 

Bei einer weiteren Ausgestaltung kann der Freiraum eine 
• Ausstanzung oder eine Offnung zur Aufnahme des Tragrah- 30 
mens 8 mit Halbleiterchip 9 besitzen. 

Altemativ besteht die Moglichkeit, eine thermoplastische. 
Folie, die als isolierendes Flachenmaterial 2 verwendet 
wird, im Bereich des Tragrahmens 8 lokal zu erwarmen, um 
gegebenenfalls auch vakuumunterstutzt dafiir Sorge zu tra- 35 
gen, daB die Folie den Tragrahrnen 8 mit im Inneren befind- 
lichen Halbleiterchip 9 schutzt und fest umgibt. 

Das elektrische Verbinden der Abschnitte des metalli- 
schen leitfahigen Tragerstreifens 7 mit den Anterinenspulen- 
AnschluBftachen oder -enden 3 wird durch Crimpen oder 40 
dergleichen mechanische Bearbeitungsschritte ausgefuhrt, 
wobei hier das Modul 6 auf der den Windungen 1 gegen- 
tiberliegenden Seite des isolierenden Flachenmaterials 2 
bzw. der Folie angeordnet wird und die Crimpverbindung 
mit Hilfe eines Spezialwerkzeugs durch die Folie hindurch- 45 
reicht. 

Insgesamt gelingt es mit der Erfindung, Smart-Labels ko- 
stengunstig und in hoher Qualitat herzustellen, wobei durch 
die Verwendung eines vorfertigbaren streifenformigen Mo- 
duls mit aktivem Bauelement auf das Vorsehen einer weite- 50 
ren, ansonsten erst im FertigungsprozeB hergestellten elek- 
trischen Verbindungsanordnung zwischen dem aktiven Bau- 
element und den Antennenspulenenden bzw. einer an der 
Spule vorgesehenen Kontaktflachenanordnung entfallen 
kann, so daB die Qualitat und Langzeitstabilitat des Final- 55 
produkts sich wesentlich erhoht. Das streifenformige Modul 
erfiillt demnach eine Doppelfunktion, namlich auch die not- 
wendige Verbindung der lateralen Enden der Antennen- 
spule, die sich auf der flexiblen isolierenden Folie des La- 
bels befinden. 60 

Bezugszeichenliste 

1 Windungen 

2 isolierendes Flachenmaterial 65 

3 Antennenspulen-AnschluBenden oder -flachen 

4 Eckbereich 

5 Freiraum 



6 streifenformiges Modul 

7 Tragerstreifen 

8 Tragrahrnen 

9 Halbleiterchip 

10 Kontaktbumps 

11 innere Enden des Tragerstreifens 

12 Isolation 

13 seitliche Abschnitte des Tragerstreifens 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Ident-Anordnung 
mit drahtloser Signaliibertragung, insbesondere Smart- 
Label, wobei das Smart-Label mindestens eine auf ei- 
ner Folie oder dergleichen flexiblen isolierenden Fla- 
chenmaterial angeordnete Antennenspule und einen an - 
die mindestens eine Spule angeschlossenen Halbleiter- 
chip umfaBt, sowie die mindestens eine Spule lateral 
auf dem Flachenmaterial befindlich ist und beabstan- . 
dete Windungen mit AnschluBkontakten aufweist, wei- 
terhin mindestens zwei Antennenspulen-AnschluB- 
enden lateral beabstandet und sich im wesentlichen ge- ■ 
genuberliegend ausgebildet werden, wobei die Spulen- 
windungen iiber die Abstandsflache zwischen' den An-. 
tennenspulen-AnschluBenden verlaufen, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Spulenwindungen so gefiihrf werden, daB. in der 
Abstandsflache ein Freiraum verbleibt, welcher in ei- 
ner gedachten Verbindungslinie zwischen den Anten- 
nenspulen-AnschluBenden befindlich ist, 
eiri vorfertigbares streifenfonniges Modul aus einem 
metallischen oder metallisierten, leitfahigen Trager- 
streifen mit einem in einem Tragrahrnen befindlichen, 
elektrisch mit dem Tragerstreifen kontaktiert.en Halb- 
leiterchip so auf dem flexiblen isolsierenden Flachen- 
material fixiert wird, daB der Tragrahrnen nut Halblei- 
terchip auf dem oder im Freiraum zum Liegen kommt 
und sich mindestens Teile oder Enden des leitfahigen 
Tragerstreifens auf oder iiber den Antennenspulen-An- 
schluBenden befinden, um einen elektrischen Kontakt 
mit diesen auszubilden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB im Freiraum eine Offnung zur Aufnahme des 
Tragrahmens mit Halbleiterchip vorgesehen ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Folie aus einem thermoplastischen Mate- 
rial besteht, wobei beim Aufbringen des streifenformi- 
gen Moduls im Bereich des Freiraums die Folie durch 
mindestens lokale Warme und gegebenenfalls Vaku- 
umeinwirkung den Tragrahrnen mit Halbleiterchip eng 
umschlieBt und abdeckt. 

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ari- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die elektrischen 
Verbindungen zwischen den Abschnitten des metalli- 
schen, leitfahigen Tragerstreifens und den Antennen- 
spulen-AnschluBfiachen oder -enden durch Crimpen 
ausgefuhrt werden, wobei das Modul auf der den Win-' 
dungen gegenuberliegenden Seite der Folie angeordnet 
wird und die Crimpverbindung durch die Folie hin- 
durchreicht. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB auf dem Tragerstreifen auBerhalb der An- 
schluBabschnitte eine elektrische Isolation angeordnet 
oder aufgebracht ist, wobei das Modul mit dem Trag- 
rahrnen und dem Chip, bevorzugt face-down, auf der 
Spulenseite der Folie unter unmittelbarer elektrischer 
Kontaktierung mit den Antennenspulen-AnschluB- 
enden. angeordnet und fixiert wird. 
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6. Verfahren nach einem der vorangegangenen An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Antennen- 
spulen-AnschluBenden bevorzugt im Eckbereich einer 
rechteckigen Verbindungsanordnung ausgebildet wer- 
den. 5 

7. Vorfertigbares streifenformiges Modul (6) fur eine 
Ident-Anordnung, insbesondere Smart-Label, mit 
drahtloser, induktiver Signaliibertragung, umfassend 
folgende Merkmale: 

einen metallischen oder metallisierten, leitfahigen Txa- 10 
gerstreifen (7), auf welchem ein isolierender Tragrah- 
men (8) angeordnet ist, 

einen vom Tragrahmen (8) umgebenen oder im Trag- 
rahmen (8) angeordneten Halbleiterchip (9), wobei der 
Halbleiterchip (9) Kontakte (10) aufweist, die mit Tei- 15 
len des leitfahigen Tragerstreifens (7) elektrisch ver- 
bunden sind, und eine elektrische Isolation (12), so daB 
Teile des leitfahigen Tragerstreifens (7) getrennt sind. 

8. Vorfertigbares streifenformiges Modul nach An- 
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafi der Tragrahmen 20 
(8) nahezu mittig auf dem Tragerstreifen (7) angeord- 
net und mit diesem verbunden ist, wobei im Bereich 
des Tragrahmens (8) der Tragerstreifen (7) durch Isola- 
tion (12) in zwei seitiiche Anschlufiteile oder -ab- 
schnitte getrennt ist, wobei die im Tragrahmen (8) be- 25 
findlichen inneren Enden (11) der Anschlufiteile mit 
Anschlufiflachen des Halbleiterchips (9) und auBerhalb 
des Tragrahmens (8) befindliche aufiere Anschlufiteile 
oder -abschnitte mit Mitteln zur induktiven Signaliiber- 
tragung, insbesondere Antennenspulen-Anschlufi- 30 
enden verbunden sind. 

9. Vorfertigbares streifenformiges Modul nach An- 
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dafi der Tra- 
gerstreifen (7) aus einem beschichteten Kupfermaterial 
und der Tragrahmen (8) aus einem Kunststoffmaterial 35 
besteht. 

10. Vorfertigbares streifenformiges Modul nach An- 
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dafi der Tragrahmen 
(8) aus Epoxidharz oder FR-4 besteht. 

11. Vorfertigbares streifenformiges Modul nach An- 40 
spruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Be- 
schichtung des Kupfermaterials Silber und/oder Gold 
ist. 

12. Vorfertigbares streifenformiges Modul qach einem 
der Anspriiche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB 45 
der Tragrahmen (8) den Tragerstreifen (7) insbeson- 
dere im Bereich des Halbleiterchips (9) stabilisiert. 

13. Vorfertigbares streifenformiges Modul nach einem 
der Anspriiche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die offene, obere Seite des Tragrahmens (8) zum 50 
Schutz und zur weiteren mechanischen Befestigung 
des Halbleiterchips (9) sowie zur Stabilitatserhohung 
verschlossen, insbesondere vergossen ist. 
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